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1、公司概况：国资功率IDM及代工龙头 

发展历史：国资背景，老牌功率IDM龙头 

主要业务：功率IDM及功率代工 

股权结构：国资委控股的中国华润为实际控制人 
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发展历史：国资背景，老牌功率IDM龙头 
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1983 • 原四机部、七机部、外经贸部和华润集团联合成立香港华科电子公司，建立中国首条4英寸晶圆生产线 

1988 • 华润集团收购华科电子公司全部股份 

1999 • 陈正宇博士与中国华晶合作设立无锡华晶上华（无锡华润上华）运营一家6英寸MOS晶圆代工厂 

2000 • 华润微电子（控股）有限公司成立，全面负责华润集团微电子业务 

2003 • 在香港上市 

2007 • 启动8英寸晶圆生产线项目建设 

2008 • 合并华润上华和华润微电子（控股）有限公司，重组设立华润微电子有限公司(0597.HK) 

2009 • 8英寸晶圆生产线落成投产 

2011 • 华润微电子从香港联交所私有化退市 

2013 • 8英寸晶圆生产线达到月产4万片规模 

2014 • 设立华润微电子制造中心 

2016 • 8英寸晶圆生产线达成月产能6万片规模 

2017 • 国务院资委将中航电子持有的重庆华微52.41%股权无偿划转至华微控股 

2018 • 华润上华成功开发第三代0.18微米BCD工艺平台 

2020 • 华润微电子科创板上市获证监会批文红筹第一股正式起航 
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主要业务：功率IDM及代工 
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产品设计 
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公司主要业务 

资料来源：公司招股说明书 

公司主要产能 

资料来源：公司招股说明书 

制造与服
务资源 

产线 主要工艺 
2018年年产
能情况 

晶圆制造 

无锡3条6英寸线 
Analog、BCD、MEMS、DMOS、 
Power Discrete等制造工艺 

约247万片 

无锡1条8英寸线 
Advance BCD、Analog、DMOS等 
制造工艺 

约73万片 

重庆1条8英寸线 
中低压沟槽栅MOS、屏蔽栅MOS、 
超结MOS、SBD等制造工艺 

约60万片 

封装测试 

圆片测试产线 
数字芯片、模拟芯片、数模混合芯片 
和分立器件等测试工艺 

约199万片 

封装产线 

QFP、QFN、PQFN、FC-QFN、 
TSSOP、SSOP、MSOP、IPM等封装 
工艺 

 
约62亿颗 

成品测试产线 
数字芯片、模拟芯片、数模混合芯片 
和分立器件等测试工艺 

约69亿颗 

掩模制造 掩模制造产线 光掩模板生产 约2.4万块 

• 公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，是国内少数覆
盖完整产业链业务的半导体企业。公司产品与方案板块业务目前主要采用IDM经营模式，同时制造与服务板块
业务向国内外半导体企业提供专业化服务。 

• 公司目前拥有3条6英寸产线，产能约247万片；两条8英寸长线，产能约133万片。 
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 两大业务：产品与方案（功率IDM）、制造与服务（功率代工） 

 主要客户：海尔、美的、TCL、博世、光宝；MPS、芯朋微、中颖电子、艾为电子等。 

 应用领域：消费电子，电源，工业，电动自行车等。 

主要业务：功率IDM及代工 
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2018年公司主要产品收入及占比（亿元） 

资料来源：wind 

制造与服务, 
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产品与方案, 

26.83 , 43% 
晶圆制造 

26.74  
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封装测试 
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掩膜制造

及其他 

1.12  
3% 
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主要业务：公司产品与工艺发展情况 

资料来源：公司招股说明书 
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主要业务1：功率IDM（产品与方案） 

 公司产品与方案业务板块聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。 

 公司是目前国内产品线最为全面的功率器件厂商。 

 公司是国内营业收入最大、技术能力领先的 MOSFET 厂商。 

 公司在 IGBT、SBD、FRD 等功率器件上亦具有较强的产品竞争力。 

产品类别 产品类型 产品描述 关键应用领域 

 功率 IC 
 

AC-DC 
AC-DC  系列产品，包括转换控制器、同步整流
控制器、快速充电协议芯片等 

消费电子、工业控制等 

LED 驱动 IC 
LED  驱动芯片，产品包括照明驱动芯片与显示
屏背光驱动芯片等 

智慧照明、消费电子、 
工业控制等 

BMS IC 
锂电管理芯片，产品有硬件保护芯片、模拟前
端芯片等 

消费电子、工业控制等 

线性稳压 IC 
线性稳压集成电路，产品包括 78、1117 等系
列，驱动电流覆盖 100mA-1A 

消费电子等 

无线充电 IC 
无线充电发射和接收控制芯片电路及方案，产
品覆盖 100W 以下近距离无线电能传输 

消费电子、物联网等 

电机驱动 IC 
应用于电机驱动的芯片及模块,产品包括智能功
率模块、栅驱动、达林顿驱动等 

消费电子等 

音频功放 IC 
音频功率放大器，产品包括 AB  类功放、D类
功放和数字功放等，功率范围覆盖 5mW- 50W 

  
消费电子等 

产品类别 产品类型 产品描述 
关键应用领域 

智能传感器 

  

MEMS 传感器 
微型电子机械系统，产品主要为压力传感器 

汽车电子、消费电
子、工业控制、医
疗等 

  

烟雾传感器 
应用于烟雾检测系统的传感器，产品包括光
电式、离子式和声光报警驱动等 

  

智慧消防等 

  

光电传感产品 

光电耦合和传感系列芯片等，涵盖晶体管光 
耦、施密特光耦、高压光耦、高速光耦、光
继电器等光电耦合器件、智能光传感器等 

汽车电子、消费电
子、工业控制、医
疗等 

产品类别 产品类型 产品描述 关键应用领域 

智能控制 

人机交互 MCU 
应用于人机交互应用的微控制单元，主要分 
为红外遥控 MCU 与 PC 外设 MCU 等产品 

人机交互产品等 

计量计算 MCU 
应用于计量计算产品的微控制单元，主要分 
为精准计量 MCU 与数据计算 MCU 等产品 

计量计算产品等 

通用型 MCU 
通用型微控制单元，涵盖 8 位、16 位、32 
位CPU 产品内核，适用于高中低端应用方案 

消费电子、工业控
制等 

公司产品与方案业务板块主要产品及应用 

资料来源：公司招股说明书 
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主要业务2：功率代工（制造与服务） 

 公司在无锡拥有 1 条 8 英寸和 3 条 6 英寸半导体晶圆制造生产线。公司为客户提供 1.0-0.11μm 的工艺制程的特色晶圆

制造技术服务，包括硅基和 SOI 基 BCD、混合信号、高压 CMOS、射频 CMOS、Bipolar、BiCMOS、嵌入式非易失性

内存、IGBT、MEMS、硅基 GaN、SiC 等标准工艺及一系列客制化工艺平台。 

公司主要工艺 

资料来源：公司招股说明书 

制造与服
务资源 

产线 主要工艺 
2018年年产
能情况 

晶圆制造 

无锡3条6英寸线 
Analog、BCD、MEMS、DMOS、 
Power Discrete等制造工艺 

约247万片 

无锡1条8英寸线 
Advance BCD、Analog、DMOS等 
制造工艺 

约73万片 

重庆1条8英寸线 
中低压沟槽栅MOS、屏蔽栅MOS、 
超结MOS、SBD等制造工艺 

约60万片 

封装测试 

圆片测试产线 
数字芯片、模拟芯片、数模混合芯片 
和分立器件等测试工艺 

约199万片 

封装产线 

QFP、QFN、PQFN、FC-QFN、 
TSSOP、SSOP、MSOP、IPM等封装 
工艺 

 
约62亿颗 

成品测试产线 
数字芯片、模拟芯片、数模混合芯片 
和分立器件等测试工艺 

约69亿颗 

掩模制造 掩模制造产线 光掩模板生产 约2.4万块 

 公司在重庆拥有 1 条 8 英寸半导体晶圆制造生产线，目前主要服务于公司自有产品的制造，产品以功率半导体与模拟 IC 

为产业基础，面向消费电子、工业控制、汽车电子等终端市场。 

序号 生产线名称 主要用途 

1 重庆华微 8 英寸生产线 晶圆制造 

2 华润上华二厂 8 英寸生产线 晶圆制造 

3 华润上华一厂 6 英寸生产线 晶圆制造 

4 华润上华五厂 6 英寸生产线 1# 晶圆制造 

5 华润上华五厂 6 英寸生产线 2# 晶圆制造 

6 华润华晶封装测试生产线 封装测试 

7 华润安盛封装测试生产线 封装测试 

8 深圳赛美科封装测试生产线 封装测试 

9 迪思微电子掩模生产线 掩模生产 

公司主要产线 

资料来源：公司招股说明书 
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股权结构：国资委控股的中国华润为实际控制人 
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 发行人的实际控制人为中国华润，国务院国资委持有中国华润100%的股权 

公司股权结构（202001） 

资料来源：公司招股说明书 
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2、财务分析：产线折旧减少，盈利能力提升 

营业规模：2019Q1-3收入41.32亿元、净利润2.70亿元 

盈利能力：2019Q1-3毛利率22.38%、净利率8.58% 

产线折旧：主要产线折旧逐渐减少，促进公司盈利能力提升 

研发能力：研发费用4.50亿元、研发人员占比36.93% 
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 2017年公司收入高增长主要系公司收购重庆华微后，功率半导体产品收入大幅增加。 

 2018年公司产品及方案板块业务收入同比增长14.73%，主要受益于半导体行业景气度的影响以及公司产品的竞
争力加强，高附加值产品的占比增加，公司产品销售单价提升，从而带动公司销售收入增长。公司制造及服务板
块业务收入同比增长1.48%。 

 公司2019H1收入有所下滑，主要系受到春节因素及半导体行业景气度进入周期底部的叠加影响，且公司选择在
周期底部进行了比往年更大规模、时间更长的产线年度检修。2019Q1-3收入41.32亿元、净利润2.70亿元。 

营业规模：2019Q1-3收入41.32亿元、净利润2.70亿元 
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公司收入（亿元） 

资料来源：wind 

公司净利润（亿元） 

资料来源：wind 
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盈利能力：2019Q1-3毛利率22.38%、净利率8.58% 
 

14 

 公司2018年毛利率净利率相比于2017年大幅增长的原因主要在于收入增长的同时，部分产线折旧大幅
减少。2018年度折旧成本较2017年度下降3.49亿元。 

公司毛利率及净利率 

资料来源：wind 

公司期间费用率 

资料来源：wind 
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指标 产线 2018 年度 2017 年度 

原值 

重庆华微 8 英寸生产线 184,311.28 180,873.09 

华润上华二厂 8 英寸生产线 397,317.05 387,233.01 

华润上华一厂 6 英寸生产线 149,987.39 150,333.55 

华润上华五厂 6 英寸生产线 1 84,667.33 78,746.57 

华润上华五厂 6 英寸生产线 2 52,562.94 58,083.76 

华润华晶封装测试生产线 45,152.93 45,346.07 

安盛封装测试生产线 119,878.92 111,623.56 

赛美科封装测试生产线 23,639.78 21,216.57 

迪思掩模生产线 17,854.81 17,172.57 

成新率 

重庆华微 8 英寸生产线 24.91% 31.23% 

华润上华二厂 8 英寸生产线 19.94% 25.09% 

华润上华一厂 6 英寸生产线 15.52% 15.73% 

华润上华五厂 6 英寸生产线 1 27.25% 27.21% 

华润上华五厂 6 英寸生产线 2 9.61% 12.89% 

华润华晶封装测试生产线 23.56% 25.31% 

安盛封装测试生产线 36.81% 38.12% 

赛美科封装测试生产线 42.09% 44.36% 

迪思掩模生产线 33.60% 38.33% 

折旧计提 

重庆华微 8 英寸生产线 13,409.48 38,832.46 

华润上华二厂 8 英寸生产线 27,620.75 38,700.45 

华润上华一厂 6 英寸生产线 2,957.87 3,549.41 

华润上华五厂 6 英寸生产线 1 4,468.50 4,501.33 

华润上华五厂 6 英寸生产线 2 1,215.46 1,972.54 

华润华晶封装测试生产线 2,530.98 2,455.20 

安盛封装测试生产线 7,873.66 7,103.02 

赛美科封装测试生产线 1,873.14 1,738.79 

迪思掩模生产线 1,264.87 1,467.87 

小计 63,214.71 100,321.07 

公司 2018 年末主要产线设备的成新率较 2017 

年末均下降。2018年，上述主要产线设备计提

的折旧较 2017 年减少了 37,106.36 万元，其

中重庆华微2018 年折旧较上年减少 25,422.98 

万元，华润上华二厂 8 英寸生产线有部分设备 

2017年已到折旧年限，其 2018 年折旧较上年

减少了 11,079.70 万元。 

  

2018 年度主要产线计提的折旧较 2017 年度下

降较多，主要是受重庆华微及华润上华部分设

备 2017 年折旧年限到期的综合影响所致，与

主要设备的成新率的变动趋势一致。 

产线折旧：主要产线折旧逐渐减少，促进公司盈利能力提升 
公司产线折旧情况 

资料来源：公司招股说明书 

单位：万元 
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 2018年公司研发费用4.50亿元，占营收比例为7.17%。 

 截至2019年6月30日，公司拥有7,937名员工，其中包括641名研发人员，2,290名技术人员，合计占

员工总数比例为36.93%。 

研发能力：研发费用4.50亿元、研发人员占比36.93% 
 

16 

公司研发费用及占营收比例 

资料来源：wind 

公司研发人员、技术人员介绍 

资料来源：公司招股说明书 
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研发投入（亿元），左轴 占营收比例，右轴 

项目 研发人员 技术人员 

  
职责定位 

根据行业发展方向及下游市场需 
求，进行前瞻性方向研究、新产品

及新工艺的研究及开发工作 

负责产线工程技术、工艺设备技术等工
作 

  
具体工作内容 

前瞻性方向研究、产品开发及设
计、工艺开发 

从事产品检测、品质管控、工艺改善、
设备维护等工作 

人员构成 总计 641 人 总计 2290 人 

  
  

归属部门 

技术研究院 

运营中心、制造中心、IC 设计、晶圆制
造、功率器件、IC 封装测试各事业群； 
部分技术人员主要支持研发相关项目的
产品检测、品质管控、工艺改善、设备
维护等工作，管理归属于技术研究院 

  

管理机制 

员工入职时，按照职责定位及具体工作内容，公司人力资源与行政部对员工 
“职种”进行录入及区分，将人员分为“研发人员”及“技术人员”，相应人

员从属于不同的业务单位或部门进行管理。 

项目 2019 年上半年 2018 年度 2017 年度 2016 年度 

职工薪酬 10,637.48 24,362.19 21,114.47 15,596.51 

研发人员期末数量 879 872 796 691 

人均薪酬 12.10 27.94 26.53 22.57 

资料来源：公司招股说明书 

公司研发人员人均薪酬 
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销售模式：直销为主，经销为辅 

公司收入来源（按地区） 

 2018年公司直销约占80%，经销约占20%。 

 功率代工业务直销为主 ，功率IDM业务直销经销都有。 

 2018年大陆地区收入占比达78%。 

资料来源：wind 

公司产品及方案板块前5大客户 

资料来源：wind 
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中国大陆 港澳台地区及海外地区 其他业务(地区) 

年份 序号 客户名称 销售金额 占同类产品比例 

  
  

  
2019 上 

半年 

1 华羿微电子股份有限公司 5,195.50 4.56% 

2 佛山市顺德区矽华电子有限公司 4,738.29 4.16% 

3 无锡市芯途半导体有限公司 3,891.76 3.41% 

4 青岛华润发电子有限公司 3,767.30 3.30% 

5 广东高标电子科技有限公司 3,696.06 3.24% 

合计 21,288.91 18.67% 

年份 序号 客户名称 销售金额 占同类产品比例 

  
  
  

2019 上 

半年 

1 深圳市必易微电子有限公司 7,889.40 5.31% 

2 MPS International, Ltd 7,222.97 4.86% 

3 中颖电子股份有限公司 5,149.24 3.46% 

4 无锡芯朋微电子股份有限公司 5,114.96 3.44% 

5 Diodes Incorporated 4,864.30 3.27% 

合计 30,240.87 20.34% 

资料来源：wind 

公司制造及服务板块前5大客户 

年份 序号 经销商名称 经销金额 
占经销比
例 

2019 上 
半年 

1 佛山市顺德区矽华电子有限公司 4,738.29 8.57% 

2 青岛华润发电子有限公司 3,767.30 6.81% 

3 江苏钧茂电子有限公司 3,680.21 6.65% 

4 深圳市金碧电子科技有限公司 2,033.48 3.68% 

5 深圳南丰电子股份有限公司 1,953.42 3.53% 

合计 16,172.70 29.25% 

公司经销模式前5大客户 

年份 序号 客户名称 销售金额 
占直销比
例 

  
  
  

2019 年 

上半年 

1 深圳市必易微电子有限公司 7,889.40 3.80% 

2 MPS International, Ltd 7,222.97 3.48% 

3 Diodes Incorporated 5,665.30 2.73% 

4 华羿微电子股份有限公司 5,195.50 2.51% 

5 中颖电子股份有限公司 5,149.24 2.48% 

合计 31,122.41 15.01% 

公司直销模式前5大客户 
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3、行业分析：公司是全球第三的MOEFET厂商 

行业简介：功率半导体=功率分立器件+功率IC 

市场空间：2020年全球422亿美金，中国153亿美金，年化增速4%左右 

竞争格局：公司是全球第三的MOEFET厂商 

公司优势：功率IDM模式和强大的股东背景 

19 
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行业简介：功率半导体=功率分立器件+功率IC 
 

 功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心，主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交

流转换等。功率半导体可以分为功率IC和功率分立器件两大类，其中功率分立器件主要包括二极管、

晶闸管、晶体管等产品，根据IHS Markit的预测，MOSFET和IGBT是未来5年增长最强劲的半导体功

率器件。 

功率半导体=功率分立器件+功率IC 

资料来源：公司招股说明书 
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市场空间：2020年全球422亿美金，中国153亿美金，年化增速4%左右 
 
 根据IHS Markit预测，2018年全球功率器件市场规模约为391亿美元，预计至 2021年市场规

模将增长至441亿美元，年化增速为4.1%。 

 中国是全球最大的功率半导体消费国，2018年市场需求规模达到138亿美元，增速为9.5%，

占全球需求比例高达 35%。预计未来中国功率半导体将继续保持较高速度增长，2021年市场

规模有望达到159亿美元，年化增速达4.8%。 

，公司招股说明书 ，公司招股说明书 
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市场空间：二极管3B$，MOSFET6B$，IGBT及模块4.5B$ 
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模块 

功率半导体主要包括二极管、晶闸管、BJT、MOSFET、IGBT及模块。根据Yole数据，2017全球功率分立器件和模块

市场规模约为150亿美元，其中二极管约占20%，MOSFET约占40%，IGBT及功率模块约占30%。 

功率分立器件（模块）市场结构按产品划分 

资料来源：Yole 2017，公司招股说明书 
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 在功率半导体领域，公司多项产品的性能、工艺居于国内领先地位。其中，MOSFET是公司最主要的产品之一，公司是国
内营业收入最大、产品系列最全的MOSFET厂商。公司是目前国内少数能够提供 -100V至1500V范围内低、中、高压全
系列MOSFET产品的企业，也是目前国内拥有全部主流MOSFET器件结构研发和制造能力的主要企业，生产的器件包括沟
槽栅MOS、平面栅VDMOS及超结MOS等，可以满足不同客户和不同应用场景的需要。 
 

 根据IHS Markit的统计，以销售额计，公司在中国MOSFET市场中排名第三，仅次于英飞凌与安森美两家国际企业，是中
国本土最大的MOSFET厂商。 

竞争格局：公司是全球第三的MOEFET厂商 
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资料来源： IHS Markit，公司招股说明书 
 

2018中国本土半导体企业排名 

排名 企业名称 
2018 年 MOSFET 器件销售额 

（亿元） 市场份额占比 

1 英飞凌 52 28.4% 

2 安森美 31 16.9% 

3 华润微 16 8.7% 

4 瑞萨电子 12 6.6% 

5 东芝 12 6.6% 

6 意法半导体 9 4.9% 

7 其他企业 51 27.9% 

  合计 183 100% 

http://www.hibor.com.cn
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 根据中国半导体协会统计的数据，以销售额计，公司在2018年中国本土半导体企业排名中位列第

10，是排名前10的企业中唯一一家IDM模式为主经营的企业。以2018年度销售额计，公司是中

国规模最大的功率器件企业。 

竞争格局：公司是国内功率IDM龙头 
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资料来源：中国半导体协会，公司招股说明书 
 

2018中国本土半导体企业排名 

排名 企业 2018 年销售额（亿元） 业务模式 

1 深圳市海思半导体有限公司  509 设计 

2 江苏新潮科技集团有限公司  248 封测 

3 南通华达微电子有限公司  239 封测 

4 中芯国际集成电路制造有限公司  225 代工 

5 北京紫光展锐科技有限公司  111 设计 

6 上海华虹(集团)有限公司  107 代工 

7 天水华天科技股份有限公司  92 封测 

8 北京智芯微电子科技有限公司  66 设计 

9 华大半导体有限公司  65 设计 

10 华润微 63 IDM 

排名  企业  2018 年销售额（亿元）  

1 华润微 21.7 

2 扬州扬杰电子科技股份有限公司  18.5 

3 吉林华微电子股份有限公司  17.1 

4 苏州固锝电子股份有限公司  8.1 

5 乐山无线电股份有限公司  7.7 

6 无锡新洁能股份有限公司  7.2 

7 瑞能半导体有限公司  6.9 

8 常州银河世纪微电子股份有限公司  6.0 

9 江苏捷捷微电子股份有限公司  5.4 

10 北京燕东微电子有限公司  4.9 

资料来源：中国半导体协会，公司招股说明书 
 

2018中国功率半导体企业排名 
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公司优势：功率IDM模式和强大的股东背景 
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 国内领先的拥有全产业链一体化运营能力的半导体企业 

在2018年排名前十的中国本土半导体企业中，公司是唯一一家以IDM模式为主运营的半导体企业。对于功率半导体等

产品，其研发是一项综合性的技术活动，涉及到产品设计端与制造端研发多个产业链环节的综合研发，IDM模式经营

的企业在研发与生产各环节的积累会更为深厚，更利于技术的积淀和产品群的形成与升级。 

 

 丰富的产品线组合与先进的特色化制造工艺 

公司在功率半导体等产品领域积累了系列化的产品线，能够为客户提供丰富的产品与系统解决方案。公司合计拥有

1,100余项分立器件产品与500余项IC产品。公司具有全国领先的半导体制造工艺水平，BCD工艺技术水平国际领先、

MEMS工艺等晶圆制造技术以及IPM模块封装等封装技术国内领先。先进全面的工艺水平使得公司提供的服务能够满

足丰富产品线的多项工艺需求。 

 

 专业的技术团队与强大的研发能力 

截至2019年6月30日，公司境内专利申请共计2,428项，境外专利申请共计282项；公司已获得授权的专利共计1,325

项，包括境内专利共计1,173项，境外专利共计152项。  

 

 拥有强大的股东背景 

华润集团是国务院国资委直接监管和领导的国有重点骨干企业，经过两次“再造华润”，目前已形成实业为核心的多

元化控股企业集团。公司的产品具有广阔的应用空间，与华润集团多元化的业务场景相结合，未来有望在全屋智能、

智慧安防、大健康等领域释放协同效应，助力公司的发展。  

http://www.hibor.com.cn
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4、募投项目 
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募投项目：8 英寸项目建设和前瞻性技术和产品升级研发 

28 

 8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目 
本项目围绕公司聚焦功率半导体以及智能传感器的战略布局，通过完成基础厂房和动力设施建设推进工艺技术研发，
提升 8 英寸 BCD 工艺平台的技术水平并扩充生产能力；同时建立 8 英寸 MEMS 工艺平台，完善外延配套能力，保持
技术的领先性。首期项目投产后，计划每月增加 BCD 和 MEMS 工艺产能约 16,000 片。 
 
 前瞻性技术和产品升级研发项目 
包括第三代半导体功率器件设计及工艺技术研究、功率分立器件及其模组的核心技术研发、高端功率 IC 研发、MEMS 
传感器产品研发等。 
 
 产业并购及整合项目 
公司考虑在产业链各个环节投资并购国内外优质企业。在设计环节，公司考虑投资并购高可靠性功率器件方向设计公
司及高可靠性电源管理设计公司；在制造环节， 公司考虑投资参股功率半导体制造公司；在封装环节，公司考虑投资
并购具有技术先进性功率半导体器件封装公司，计划重点关注汽车级功率半导体封装标的。在针对设计、制造及封装
环节标的的投资并购中，公司计划使用的资金比例分别为 50%、20% 及 30%。产业并购及整合项目不涉及办理备案
及环评手续。 

单位：亿元 

资料来源：公司招股说明书 

公司募投项目及建设计划 

序号 募集资金投资方向 拟投入募集资金金额 拟投入资金比例 

1 8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目 15 50% 

2 前瞻性技术和产品升级研发项目 6 20% 

3 产业并购及整合项目 3 10% 

4 补充营运资金 6 20% 

合计 30 100% 
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风险提示 

30 

产品迭代较快的风险 

由于半导体行业的特殊性，公司未来仍然面临着产品迭代速度过快的风险，如果公司的技术
与工艺未能跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级换代或者下游客户的需求，可能导致公
司产品被赶超或替代，进而在新产品领域难以保持市场的领先地位。 

行业竞争风险 

在日趋激烈的市场竞争环境下，如果公司不能持续进行技术升级、提高产品性能与服务质量、
降低成本与优化营销网络，则可能导致公司产品失去市场竞争力，从而对公司持续盈利能力
造成不利影响。 

半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较
大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低迷亦会
导致对半导体产品的需求下降，进而影响半导体行业公司的盈利能力 

行业周期性风险 
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